Temperatur

Vermeidung von Schimmelpilzwachstum

Bedingungen fur Schimmelpilzwachstum

Feuchte

Die entscheidende Voraussetzung fiur das Schimmelpilzwachstum ist eine
ausreichende Feuchte. Je nach der Hohe der Feuchte und der Dauer des Auftretens
kritischer Verhaltnisse kommt es zum Wachstum bestimmter, entsprechend
angepasster Schimmelpilzarten. In der Praxis kann eine Schimmelpilzbildung
auftreten, wenn an mindestens funf aufeinander folgenden Tagen die relative
Luftfeuchte auf der Bauteiloberflache mindestens 12 h/d einen Wert von mehr als 80
% aufweist. Bei hoheren Luftfeuchten sind kirzere Zeitrume zu erwarten. Das

Vorliegen von Wasser, wie z. B. Tauwasser, ist nicht erforderlich.
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Néahrstoffangebot

Bezuglich des Nahrstoffangebots sind Schimmelpilze in der Regel sehr anspruchslos
und es genigen haufig nutzungsubliche Verschmutzungen auf Bauteiloberflachen,
damit ein Schimmelpilzwachstum mdglich ist. Die Intensitdt und die
Wahrscheinlichkeit des Schimmelpilzwachstums ist erheblich vom Nahrstoff- und

Mineralstoffangebot abhangig.

H-Wert
Schimmelpilze bevorzugen ein leicht saures Milieu mit einem pH-Wert zwischen 4,5
bis 6,5. Einige Arten wachsen auch aufRerhalb dieses Bereichs.

Temperatur
Schimmelpilze wachsen in der Regel in einem Temperaturbereich von 10°C bis

35°C.

Oberflachenbeschaffenheit

Die Wahrscheinlichkeit der Schimmelpilzbildung auf Bauteil-Innenoberflachen bei
haufig auftretenden hohen Innenraumfeuchten héngt auch von der
Feuchteaufnahmefahigkeit und Kapillaritat der raumseitigen Oberflache ab.
Saugfahige Oberflachen wirken aufgrund ihres Feuchteaufnahmevermégens
puffernd, sind

aber bei haufigem Feuchteanfall und behinderter Feuchteabgabe bzw. behindertem

Feuchteweitertransport kritischer einzustufen als weniger saugfahige Oberflachen.

Handlungsempfehlungen zur Vermeidung

Liften

Kellerraume mit Kellernutzung: In Kellerraumen weisen die AuRenwéande oftmals nur
niedrige Oberflachentemperaturen zur Raumseite hin auf. In solchen Rdumen kann
es im Sommer und vor allen in den Ubergangszeiten im Herbst, wenn warme Luft in
den Keller gelangt, zu einem Niederschlag von

Luftfeuchtigkeit an der kalten Kellerwand und zu Schimmelpilzwachstum kommen.
Insbesondere bei Altbauten kann eine Abdichtung des Kellers fehlen und es zu einer
Durchfeuchtung kommen. Im Winter ist in Kellerraumen eine gegeniber dem

Sommer verstarkte Luftung (mit der dann trockeneren Auf3enluft) sinnvoll. Ein



»1rockenliften“ feuchter Keller ist haufig (insbesondere im Sommer) nicht maéglich.
Hier hilft nur ein Entfeuchtung mit Entfeuchtungsgeréaten.

KellerrAume mit Wohnnutzung: Hinsichtlich der Schimmelvermeidung sollten
Kellerrdume, die zur dauerhaften Wohnnutzung vorgesehen sind, warmegedammt
und beheizbar sein, vor Durchfeuchtung von auf3en geschutzt und Uber mindestens

eine Fensterliftungsmadglichkeit verfugen.

Mobelpositionierung

Wenn Mobel (z. B. Schrankwénde, Einbauschranke, Sofas, Betten mit Bettkasten
usw.) zu dicht an den AuRenwéanden und vor allem in AuRenecken stehen, stellt sich
hinter der Moblierung (bzw. analog hinter Wandbekleidungen) nur eine
unzureichende Luftbewegung (Konvektion) und ein stark minimierter
Strahlungsaustausch  mit dem Raum ein. Die Folge sind niedrige
Oberflachentemperaturen an der Innenseite der Auf3enwand hinter der Moblierung
und an der Rick- bzw. Unterseite der Moébel in Verbindung mit einem erhdhten
Schimmelpilzwachstumsrisiko.

Zur Schimmelpilzwachstumsvermeidung ist es vorteilhaft, groRe Mobel, wie z. B.
Schrankwande, Sofas oder Betten, nicht an der Aul3enwand aufzustellen. Kann diese
Empfehlung nicht eingehalten werden, bestehen verschiedene Mdglichkeiten, das
Schimmelpilzwachstumsrisiko zu vermindern:

- Verbesserung des Warmeschutzes der warmediibertragenden Bautelle;

- Hinterluftung — Abriacken der Mobel von der Wand um mindestens 5 cm, damit eine
umlaufende Luftschicht entsteht, die eine Luftzirkulation ermdglicht. Bei
Einbaumdbeln missen zusatzlich groRe Luftungsoffnungen im Sockel und in den
umlaufenden Blenden vorhanden sein.

Es wird empfohlen, bei Wandbekleidungen an Aul3enwénden, wie beispielsweise
Holzpaneele, fur eine ausreichende Hinterliftung zu sorgen (freie Flache im
gesamten vertikalen Bereich der Bekleidung unten und oben), oder anderenfalls auf
Wandbekleidungen an Aul3enwanden zu verzichten. Innenwdrmedammung darf
keinesfalls hinterliftet werden. Vorhange und Gardinen sollten nicht ganz bis zum
FuRboden reichen und auch oben einen Luftspalt  freilassen.
Heizkorperverkleidungen missen eine ausreichende Luftzirkulation am Heizkérper

sicherstellen.
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